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Abstract (en)
De-emulsifying cleansing of metal surfaces, which are possibly contaminated with oil(s), at least a further nonpolar organic compound, fat(s),
detergent(s), dirt particles and/or at least an anionic organic compound, using an aqueous, alkaline, surfactant-containing bath solution (purification
bath, bath), where: the bath contains a de-emulsifying surfactant and at least a cationic organic compound, and the bath is maintained in a de-
emulsifying state even in the case of increasing contamination preferably with at least an anionic organic compound.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur demulgierenden Reinigung von metallischen Oberflachen, die gegebenenfalls mit Ol(en), mit mindestens
einer weiteren unpolaren organischen Verbindung, mit Fett(en), mit Seife(n), mit Partikelschmutz oder/und mit mindestens einer anionischen
organischen Verbindung verschmutzt sind, mit einer wésserigen, alkalischen, Tensidhaltigen Badlésung, wobei das Bad beim Reinigen
der metallischen Oberflachen mit Ol(en), mit mindestens einer weiteren unpolaren organischen Verbindung, mit Fett(en), mit Seife(n), mit
Partikelschmutz oder/und mit mindestens einer anionischen organischen Verbindung verschmutzt wird, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das
Bad mindestens ein demulgierendes Tensid enthélt oder/und dieses dem Bad zugesetzt wird, dass das Bad auBerdem mindestens eine kationische
organische Verbindung enthalt oder/und diese dem Bad zugesetzt wird und dass das Bad auch bei zunehmender Verschmutzung insbesondere mit
mindestens einer anionischen organischen Verbindung in einem demulgierenden Zustand gehalten wird.
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